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Abstract (en)
[origin: WO9220095A1] An amorphous silicon antifuse (30) has a bottom electrode (38), a dielectric (40) overlying the bottom electrode, amorphous
silicon (46) contacting the bottom electrode in a via in the dielectric, and the top electrode (70, 72) over the amorphous silicon. Spacers (66, 68) are
provided in the via corners between the amorphous silicon and the top electrode. The spacers smooth the surface above the amorphous silicon,
provide good top electrode step coverage, and reduce leakage current.

Abstract (fr)
Anti-fusible (30) au silicium amorphe comprenant une électrode inférieure (38), un diélectrique (40) recouvrant ladite électrode inférieure, du silicium
amorphe (46) se trouvant en contact avec I'électrode inférieure dans un passage situé dans le diélectrique, et I'électrode supérieure (70, 72) située
sur le silicium amorphe. Des intercalations (66, 68) sont prévues dans les angles du passage, entre le silicium amorphe et I'électrode supérieure.
Les intercalations égalisent la surface située au-dessus du silicium amorphe, assurent une bonne couverture de I'électrode supérieure et réduisent
le courant de fuite.
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